














































专利名称(译) 温度测量装置

公开(公告)号 US20080071189A1 公开(公告)日 2008-03-20

申请号 US11/597246 申请日 2005-05-18

[标]申请(专利权)人(译) 亚登摩西
巴拉克梅纳什

申请(专利权)人(译) 亚登摩西
巴拉克梅纳什

当前申请(专利权)人(译) MEDISIM LTD.

[标]发明人 YARDEN MOSHE
BARAK MENASHE

发明人 YARDEN, MOSHE
BARAK, MENASHE

IPC分类号 A61B5/01 A61B5/00 G01K1/08 G01K1/16 G01K1/20 G01K13/00

CPC分类号 A61B5/01 A61B5/6833 G01K1/08 G01K13/002 G01K1/165 G01K1/20 G01K1/16

优先权 60/572651 2004-05-20 US

其他公开文献 US7479116

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

一种用于非侵入性地测量物理体的内部温度或热阻的装置，该主体包括
在具有基本恒定的内部温度的内部区域和具有表面温度的外部表面之间
的导热介质。该装置包括：贴片，其包括用于附接到外表面的一个或多
个接触部件;以及绝缘盖，用于使接触部件与环境热条件基本上绝热;用于
获取贴片上的一个或多个热量的读取器;处理单元，用于处理热量值以导
出内部区域的内部温度或导电介质的热阻率。
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